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DISPOSITIF DE POLISSAGE AVEC PORTE-ECHANTILLONS

DESCRIPTION

Domaine technique

La présente invention a pour objet un
dispositif de polissage d'échantillons de matériaux
muni d'un porte-échantillons. Elle trouve une
application, notamment, en métallographie.

Etat de la technique

En métallographie, les analyses
d'échantillons de matériaux nécessitent généralement
une préparation minutieuse de 1'échantillon que 1l'on
désire analyser. Le procédé généralement utilisé pour
préparer l'échantillon & analyser consiste

- a enrober cet échantillon de matériau
dans une résine pour permettre, notamment, une
manipulation plus aisée de 1'échantillon ;

- & démouler l'échantillon enrobé ;

-~ a tronconner cet échantillon enrobé au
moyen d'une trongonneuse diamant, de facon a obtenir
une surface sensiblement plane de cet échantillon ;

- & polir cette surface sensiblement plane
sur un papier abrasif de facon & améliorer sa
planéité ; puis

- a polir cette méme surface plane sur un
drap au contact d'un liquide diamanté pour parfaire le
poli de 1l'échantillon.

Pour mettre en oeuvre les opérations de
polissage de ce procédé de préparation de 1'échantillon
a analyser, on utilise généralement un dispositif de

polissage (appelé aussi polisseuse) tel que ceux
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proposés par la Société BUEHLER. Plusieurs types de
dispositifs de polissage sont décrits dans les fiches
commerciales, distribuées par cette Société BUEHLER.

Ces dispositifs de polissage que 1l'on
trouve dans le commerce, comprennent un plateau de
polissage, une téte de polissage comportant un disque
de support d'échantillons, ainsi qu'un systeme de
commande de <cette téte de ©polissage. Dans ces
dispositifs, les échantillons enrobés de résine et
tronconnés, sont placés chacun dans un orifice du
disque de support. Il est bien entendu que chacun de
ces échantillons est placé dans cet orifice de facon a
ce que sa surface tronconnée soit dirigée vers le
plateau de polissage.

Sur ce plateau de polissage, on peut placer
différents types de papiers abrasifs (par exemple de
180, 400 ou 800, voire méme 1 200 uym) ou encore un drap
additionné d'un liquide diamanté. La surface trongonnée
de chaque échantillon est donc frottée sur le plateau
de polissage dans le but de parfaire la planéité de
cette surface.

Un tel procédé a pour inconvénient de
nécessiter l'enrobage de 1l'échantillon & analyser avec
une résine. Cet enrobage de l'échantillon est
nécessaire essentiellement pour maintenir 1l'échantillon
dans l'orifice du disque de support lors de l'opération
de polissage de 1l'échantillon.

Des observations macrographique et
micrographique peuvent alors étre faites a partir de
l'échantillon poli. Par contre, pour 1l'analyse de
l'échantillon, c'est-a-dire la révélation de la
microstructure de cet échantillon de matériau, il est
nécessaire de procéder soit a une attaque chimique,
soit a une attaque thermique. Dans la majorité des cas,
qu'il s'agisse d'une attaque chimique ou d'une attaque
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thermique, il est nécessaire de désenrober
l1'échantillon car 1la résine d'enrobage généralement
utilisée ne supporte ni les températures élevées (dans
le cas d'une attaque thermique), ni les milieux trop
corrosifs (dans le cas d'une attaque chimique). Aussi,
le moyen le plus courant pour désenrcober l'échantillon
de sa résine est d'effectuer un chauffage 1léger
permettant de faire dilater la résine pour ne récupérer
que 1l'échantillon de matériau. Alors, seulement, une
attaque chimique ou une attaque thermique peut étre
effectuée pour révéler 1la microstructure de ce
matériau.

Aussi, dans les cas ol l'on souhaite
recueillir 1l'échantillon, par souci de récupération de
la matieére lorsqu'il s'agit de matériaux radioactifs
(par exemple, le plutonium), ou bien pour réaliser une
attaque thermique ou une attaque chimique comme
expliqué précédemment, il est nécessaire d'utiliser des
résines particuliéres qui peuvent étre retirées par
chauffage léger. Cependant, les résines qui ont servi a
enrober des échantillons de matériaux radioactifs sont
généralement contaminées et doivent donc étre
décontaminées ou stockées, ce qui entraine des déchets
ou des traitements supplémentaires.

Un autre inconvénient de ce procédé
d'enrobage des échantillons est le colt de sa mise en
oeuvre puisqu'elle consiste a enrober 1'échantillon de
résine, puis a solidifier la résine, a tronconner
l1'échantillon enrobé et enfin a polir 1l'échantillon
enrobé, ce qui nécessite un temps relativement long et

donc un coit élevé.
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Exposé de l'invention

La présente invention a justement pour but
de remédier aux inconvénients cités précédemment. A
cette fin, elle propose un dispositif de polissage
d'échantillons de matériau dans lequel les échantillons
peuvent &tre placés sans avoir au préalable été enrobés
de résine. Ce dispositif comporte un porte-échantillons
pouvant s'adapter dans un orifice de n'importe quel
disque de support que l'on trouve dans le commerce.

De facon plus précise, l'invention concerne
un dispositif de polissage d'échantillons de matériaux
ayant chacun une face sensiblement plane. Ce dispositif
de polissage comporte un plateau de polissage, ainsi
qu'une téte de polissage équipée d'un disque de support
pourvu d'au moins un orifice. Ce dispositif de
polissage se caractérise par le fait qu'il comporte en
outre un porte-échantillons apte a étre logé au moins
en partie dans l'orifice du disque et apte & maintenir
l1'échantillon & polir dans une position choisie. Ce
porte-échantillons comporte

- un corps central ayant une partie
inférieure comprenant des moyens de maintien et de
positionnement de 1'échantillon, et une partie
supérieure comprenant une embase dans laquelle sont
insérés des moyens de réglage de la cote de profondeur
de l'échantillon dans l'orifice du disque ;

- une chemise coulissante, disposée autour
du corps central et présentant extérieurement un
épaulement qui divise ladite chemise en un anneau de
butée de périmétre extérieur approximativement égal a
celui de l'embase du corps central, et en un anneau de
centrage de plus petit périmétre ajusté au périmetre de

l'orifice du disque.
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Selon 1l'invention, les moyens de réglage de
la cote de profondeur de 1'échantillon comportent trois
vis disposées réguliérement l'une par rapport a l'autre
(par exemple & 120° l'une de l'autre) et dont les tétes
prennent appui sur la face arriére de l'anneau de butée
de la chemise coulissante.

Selon une caractéristique de 1'invention,
les moyens de maintien et de positionnement de
1'échantillon comportent

- un support plan sur lequel est positionné
l'échantillon ;

- un mors fixe solidaire du corps central
et un mors mobile disposés parallélement au mors fixe
et qui forment un étau de serrage apte a maintenir
l'échantillon dans la position choisie ; et

- au moins une vis de serrage pour mouvoir
le mors mobile par rapport au mors fixe.

Selon une caractéristique de 1'invention,
le support d'échantillons comporte une encoche
transversale en forme de V dans laquelle 1'échantillon
est déposé, sa face plane orientée dans une direction
opposée a celle de 1'encoche.

Selon une autre caractéristique de
l'invention, l'un des mors des moyens de maintien et de
positionnement de 1'échantillon comporte une encoche
axiale en forme de V dans laquelle l'échantillon est
bloqué, sa face plane & polir étant orientée dans une
direction perpendiculaire & celle de 1'encoche.

Selon un mode de réalisation de
l'invention, 1le porte-échantillons peut comporter un
couvercle apte a étre emboité autour de la partie
inférieure du corps central, de facon & assurer un
positionnement de la face plane de 1l'échantillon
parallélement au support.
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Bréve description des dessins

- La figure 1 représente un dispositif de
polissage selon l'invention dans lequel on peut insérer
un porte-échantillons ; et

- la figure 2 représente schématiquement 1le
porte-échantillons qui peut étre inséré dans un orifice

du disque de support.

Exposé détaillé de modes de réalisation

sur la figure 1, on a représenté le
dispositif de polissage selon l'invention.

Ce dispositif de polissage, référencé 1,
comporte, comme dans l'art antérieur, un plateau de
polissage 3 dans lequel différentes sortes de papier
abrasif ou bien un drap auquel on ajoute un liquide
diamanté peuvent étre déposés de facon a permettre un
polissage plus ou moins fin de 1'échantillon de
matériau a étudier.

Ce dispositif de polissage 1 comporte en
outre une téte de polissage 5 commandée au moins en
partie par le poste de commande 7. La téte de polissage
5 comporte un systéme de contrdle et de mesure 6 et un
disque de support 9. Ce disque de support 9 est muni
d'un ou de plusieurs orifices 11. Sur la figure 1, on a
représenté quatre de ces orifices 11.

Selon l'invention, le porte-échantillons 15
est introduit dans 1l'un des orifices 11 du disque de
support 9. De facon plus précise le porte-échantillons
15 est positionné dans 1l'orifice 11 au moyen d'un
épaulement qui sera décrit plus précisément lors de la
description de la figure 2. Lorsque le
porte-échantillons 15 a été positionné de facon

correcte dans l'orifice 11, un systéme de vis 13 assure
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le maintien du porte-échantillons 15 dans la position

choisie.

Sur 1la figure 2, on a représenté le
porte-échantillons 15. Ce porte-échantillons 15
comporte un corps <central 17 ayant une partie
inférieure 17a comprenant des moyens (décrits
ultérieurement) pour positionner et maintenir

1'échantillon ainsi qu'une partie supérieure 17b
comprenant une embase 19 dans laquelle sont insérés des
moyens pour régler la cote de profondeur de
l'échantillon dans l'orifice du disque.

Le porte-échantillon comporte en outre une
chemise cylindrique 16 coulissante autour du corps
central 17. Cette chemise 16 présente extérieurement un
épaulement 16c circulaire qui divise la chemise 16 en
un anneau de butée 16b (appelé aussi cylindre
supérieur) et un anneau de centrage 1l6a (appelé ainsi
cylindre inférieur). L'anneau de butée 16b a un
périmétre extérieur approximativement égal a celui de
l'embase 19 du corps central. L'anneau de centrage lé6a
a un périmétre qui est inférieur & celui de 1'anneau de
butée 16b et qui est ajusté sur le périmétre de
l'orifice du disque de facon a pouvoir étre introduit

dans cet orifice.

Dans la suite de la description, ce sont
les moyens pour mettre en place 1l'échantillon de
matériau 2 & l'intérieur du porte-échantillons 15 qui
vont étre décrits. On comprendra aisément que, pour
déposer 1l'échantillon 2 dans le porte-échantillons 15,
ce porte-échantillons 15 doit étre retourné (par
rapport a sa représentation sur 1la figure 2), 1la
surface du cylindre inférieur 17a étant alors dirigée

vers le haut.
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Sur la figure 2, le porte-échantillons 15 a
été représenté dans la position dans laquelle il est
utilisé, c'est-a-dire dans sa position lorsqu'il est
introduit dans 1l'orifice 11 du disque de support.
Cependant, pour une meilleure compréhension de
1'invention, on décrira la mise en place de
1'échantillon 2 dans le porte-échantillons 15, comme si
le porte-échantillons 15 était dans la position inverse
de celle représentée dans la figure 2.

Pour assurer le positionnement de
1'échantillon 2 dans le porte-échantillons 15, ce
dernier comporte un corps central 17 ayant une partie
inférieure 17a située a l'intérieur du cylindre
inférieur 16a. Cette partie inférieure 17a consiste en
un support en partie plan, référencé 25. Ce support 25
comprend, sensiblement en son milieu, une encoche 27 en
forme de V, située transversalement au support 25.
Lorsque l'échantillon 2 est déposé a 1l'intérieur du
porte-échantillons 15, «cette encoche 27 permet de
positionner 1l'échantillon 2 transversalement avec sa
partie non plane (c'est-a-dire qui n'est pas & polir)
dans l'encoche, la surface plane & polir de cet
échantillon 2 étant alors orientée vers l'extérieur du
porte-échantillons 15.

Ce porte-échantillons 15 comporte en outre
un mors fixe 21 et un mors mobile 23 formant tous deux
un étau de serrage de 1l'échantillon 2. En effet,
lorsque l'échantillon 2 a été positionné dans l'encoche
27, le mors mobile 23 peut étre serré au moyen d'au
moins une vis de serrage 29. Du fait de la vue en
perspective du porte-échantillon sur la figure 2, une
seule vis de serrage 29 a été représentée.
Avantageusement, il y a deux de ces vis 29 de serrage,
paralléles l'une & 1l'autre. Ces vis de serrage 29
traversent le cylindre inférieur 17a, le mors fixe 21
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et le support 25 pour venir se visser chacune dans un
pas de vis réalisé dans le mors mobile 23. Ainsi, en
vissant ou dévissant ces vis de serrage 29, on peut
rapprocher ou €loigner le mors mobile 23 par rapport au
mors fixe 21 et donc serrer ou desserrer l'étau autour
de 1l'échantillon 2.

De plus, le porte-échantillons 15 comporte
a son extrémité supérieure une embase 19 de
circonférence sensiblement identique a celle de
l'anneau de butée 16b. Cette embase 19, qui constitue
la partie supérieure 17b du corps central 17, est
accolée a l'anneau de butée 16b et supporte au moins
trois vis de réglage, référencées 31. Le
porte-échantillon ayant été représenté en perspective
sur cette figure 2, une seule de ces vis 31 apparait
sur la figure 2. Comme on le voit sur cette figure 2,
la vis 31 traverse l'embase 19 et vient en appui contre
l'anneau de butée 16b. Ces vis de réglage 31
permettent, lorsque 1le porte-échantillons 15 a été
déposé dans 1l'orifice 11, de régler la cote de
profondeur de l'ensemble du porte-échantillons 15 dans
l'orifice 11 du disque en jouant sur l'espace entre
l'embase 19 et 1l'anneau de butée 16b.

L'épaulement 16c permet de centrer le
positionnement du cylindre 16a & 1l'intérieur de
l'orifice du disque, tandis que les vis 31 permettent
de régler la hauteur a laquelle doit étre la base du
cylindre inférieur 16a, donc la face ©plane de
l'échantillon 2, par rapport au plateau de polissage.

Selon un mode de réalisation préféré de
l'invention, on peut utiliser un couvercle 33,
représenté en traits mixtes sur la figure 2, afin
d'effectuer un  pré-réglage de la planéité de
1'échantillon 2. Ce couvercle 33 est utilisé, lorsque
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le porte-échantillons est dans le sens opposé a celui
représenté dans la figure 2, juste apreés le
positionnement de 1'échantillon 2 dans le
porte-échantillons 15. De fagon plus précise, lorsque
l'échantillon 2 a été positionné transversalement dans
l'encoche 27 du support 25, et avant que cet
échantillon 2 ne soit serré entre les mors 21 et 23, on
peut positionner le couvercle 33 au-dessus du cylindre
inférieur 16a. Ce couvercle 33 a effectivement une
dimension adaptée au contour du cylindre inférieur 16a
de fagon a épouser tout juste la forme du contour de ce
cylindre. Ce couvercle 33 comporte en outre une encoche
35 permettant le passage des vis 29 de serrage.
L'application de ce couvercle 33 sur le cylindre
inférieur 1l6a permet, si 1l'échantillon 2 n'a pas été
positionné de facon & ce que sa surface plane soit tout
a fait parallele au support 25, d'orienter cette
surface plane de maniére a ce qu'elle soit tout a fait
paralléle au support 25 et donc perpendiculaire a 1l'axe
du porte-échantillons 15. Lorsque la planéité de 1la
face plane de 1l'échantillon 2 est assurée, on peut
serrer le mors 23 vers le mors 21 de facon a maintenir
l1'échantillon 2 dans la position choisie et, ensuite,
retirer le couvercle 33. Le porte-échantillons 15 peut
alors étre retourné sans risque que l'échantillon 2 ne
tombe, puis introduit dans un orifice du disque de
support du dispositif de polissage.

Dans la description qui vient d'étre faite,
l'échantillon était un échantillon de type cylindrique
coupé longitudinalement. Ce porte-échantillons permet
cependant d'examiner des échantillons d'autres formes
que celle de 1'échantillon montré en figure 2. Par
exemple, 1l est possible d'examiner 1la base d'un

échantillon cylindrique : dans ce cas, 1l'un des mors
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(ou méme les deux) peut comporter une encoche en V
drientée axialement de facon & permettre un meilleur
maintien de 1l'échantillon entre les deux mors.

Le porte-échantillon de 1l'invention permet
donc de maintenir des échantillons de n'importe quelles
dimensions, réalisés dans toutes sortes de matériaux,
sans investissement cofliteux de matériel puisqu'il peut
s'introduire dans tous les types de polisseuses

connues.

On a compris bien évidemment que ce
dispositif permet d'analyser des échantillons de
matériaux sans nécessiter aucun enrobage dans de 1la
résine. L'utilisation d'un tel dispositif permet donc
de diminuer la quantité de déchets, notamment lorsque
ces déchets sont radioactifs, puisqu'alors seuls les
échantillons doivent étre récupérés en vue d'étre
stockés.

En outre, l'analyse par attaque chimique ou
attaque thermique peut étre réalisée sur 1'échantillon
directement aprés polissage de cet échantillon, sans
nécessiter aucune opération de désenrobage de 1la
résine. Aussi, outre les économies faites sur le temps
de mise en oeuvre du procédé, l'invention permet, par
rapport au procédé actuellement utilisé, d'effectuer
des économies sur les consommables métallographiques,
tels que la résine, les meules de tronconnage, le

papier abrasif, etc.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de polissage d'échantillons
(2) de matériaux ayant chacun une face sensiblement
plane, comportant un plateau de polissage (3) et une
téte de polissage (5) équipée d'un disque de support
(9) pourvu d'au moins un orifice (11), caractérisé en
ce qu'il comporte en outre un porte-échantillons (15)
apte a étre logé au moins en partie dans l'orifice (11)
du disque et & maintenir 1'échantillon dans une
position choisie, ce porte-échantillon comprenant

- un corps central (17) ayant une partie
inférieure (17a) comprenant des moyens (21, 23, 25, 27,
29) de maintien et de positionnement de 1l'échantillon,
et une partie supérieure (17b) comprenant une embase
(19) dans laquelle sont insérés des moyens (31) de
réglage de la cote de profondeur de 1l'échantillon dans
l'orifice du disque ;

- une chemise coulissante (16), disposée
autour du corps central (17) et présentant
extérieurement un épaulement (16c) qui divise ladite
chemise en un anneau de butée (16b) de périmetre
extérieure approximativement égal a celui de 1'embase
du corps central, et en un anneau de centrage (l6a) de
plus petit périmétre ajuste au périmeétre de l'orifice
du disque.

2. Dispositif de polissage selon la
revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de
maintien et de positionnement de 1'échantillon
comportent

- un support plan (25) sur lequel est
disposé 1l'échantillon ;

- un mors fixe (21) solidaire du corps

central et un mors mobile (23) disposés parallélement
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au mors fixe et qui forment un étau de serrage apte a
maintenir 1'échantillon dans la position choisie ; et

- au moins une vis de serrage (29) pour
mouvoir le mors mobile par rapport au mors fixe.

3. Dispositif de polissage selon la
revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens
de réglage de la cote de profondeur de 1'échantillon
comportent au moins trois vis disposées réguliérement
l'une par rapport a l'autre et prenant appui sur
1'anneau de butée.

4, Dispositif de polissage selon la
revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le support
comporte une encoche transversale (27) en forme de Vv,
dans laquelle 1'échantillon est positionné, sa face
plane dirigée & 1'opposé de 1'encoche.

5. Dispositif de polissage selon 1'une
quelconque des revendications 2 a 4, caractérisé en ce
que l'un au moins des mors des moyens de maintien et de
positionnement comporte une encoche axiale en forme de
V dans laquelle l'échantillon est bloqué, la face plane
de 1'échantillon étant dirigée dans une direction
perpendiculaire & celle de 1'encoche.

6. Dispositif de polissage selon 1'une
quelconque des revendications 3 & 5, caractérisé en ce
que le porte-échantillons comporte un couvercle (33)
apte a étre emboité autour de la partie inférieure du
corps central pour assurer un positionnement de la face
plane de 1l'échantillon paralléle au support.
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